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Zabezpieczanie portow 1/0
przed wytadowaniami
elektrostatycznymi, czes¢c 1

Tre$¢ niniejszej notki jest
oparta na informacjach
pochodzqcych od producentéw
w przemysle elektrycznym

i elektronicznym lub ich
przedstawicieli i nie
wykorzystano dos$wiadczen
wspolpracownikéw pisma
Elektor Elektronik Iub jego
konsultantéw.
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System elektroniczny moze doznaé
wyladowania elektrostatycznego (ESD)
takze wtedy, gdy kto$§ przelacza kable
lub dotknie portu wejscia/wyjscia. Wy-
tadowania towarzyszace tym rutyno-
wym czynno$ciom moga zablokowaé
port, uszkadzajac jeden lub wiecej jego
ukladéw scalonych.

Uszkodzenia takie moga by¢ row-
niez kosztowne - podnosza koszty
napraw gwarancyjnych i zarazem obni-
zaja jako§¢ wyrobu. Te i jeszcze inne
czynniki, w polaczeniu z rosnaca ilos-
cig komunikacji elektrycznej pomiedzy
komputerami i zwigzanym 2z nimi
sprzetem, uwydatniaja potrzebe rozu-
mienia mechanizmu ESD przez inzy-
nierow.

Generowanie ESD

Wyladowanie elektrostatyczne poja-
wia sie, gdy dwa rbézne materialy
stykajac sie przenosza ladunek i po
rozdzieleniu wywoluja napiecie pomie-
dzy nimi. Na przyklad, chodzenie po
dywanie w skérzanym obuwiu moze
indukowaé¢ napigcie nawet do 25kV.
Poziom indukowanego napiecia elek-
trostatycznego zalezy od wzglednego
podobienstwa ladunkéw pomiedzy dy-
wanem a skérzanymi podeszwami, wil-
gotnoéci i innych czynnikéw.

Metody testowania ESD

Do testowania podatno$ci ukladéw
scalonych na ESD powszechnie stosuje
sig dwie metody. Najstarsza, noszaca
nazwe MIL-STD-833 Method 3015.7
zostala opracowana jako pomoc do
zastosowania §rodkéw ostroznoéci nie-
zbednych przy pakowaniu i manipulo-
waniu ukladami scalonymi. Metoda ta
testuje kazde z wyprowadzeni obudowy
wzgledem innych grup wyprowadzen
i klasyfikuje uklad odpowiednio do
najnizszego napiecia, przy ktérym na-
stepuje uszkodzenie.
Sygnal przykladany w tym tescie
jest przebiegiem pradowym pochodza-
cym z ukladu zwanego modelem
ciala ludzkiego (patrz rys. 1),
symulujacego pojemnoéé¢ i impe-
dancje ciala ludzkiego. Fizyczna
struktura ukladu jest krytyczna,
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Rys. 1. Podstawienie réznych wartosci

elementow dagje obwody wytadowania
znane jako model ciala ludzkiego., model
maszyny lub model IEC 1000-4-2 (czlowieka

trzymajgcego metalowy przedmiot).
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pomiarowymi i plytka drukowa-
na. Wypadkowy przebieg pra-
dowy odpowiada ESD, ktére
wystapi, gdy czlowiek dotknie
obiektu takiego jak uklad sca-
lony.

Inna metoda, rézniaca sie od po-
wyzszej tylko wartoéciami R i C, zosta-
la opracowana przez Electronic Indus-
tries Association of Japan (EIAJ). Na-
zwano ja IC-121, a oparto na ukladzie
zwanym modelem maszyny. Podaje
przebieg podobny do powstajacego,
gdy uklad scalony wchodzi w kontakt
z manipulujacym nim mechanizmem.
Nasladujac przypadki ESD spowodo-
wane przez ladunki gromadzace sie na
ruchomych czesciach maszyny, prze-
bieg symuluje wyladowania elektrosta-
tyczne obserwowane w trakcie monta-
zu mechanicznego.

Obydwie metody sa komplementar-
ne, a wigc nie musisz wybiera¢ jednej
albo drugiej. Poniewaz udaru ESD
uktad scalony moze doznaé¢ w trakcie
produkcji, podczas montazu plytki dru-
kowanej i gdy koficowy wyréb znajdzie
si¢ w serwisie, to test oparty na mo-
delu ciala ludzkiego razem z modelem
maszyny zapewnia odpowiednie bez-
pieczefistwo odnoénie tolerancji ukla-
du scalonego na narazenia w produkcji
i montazu.

Niektére uklady scalone, ktérych wy-
prowadzenia sa wystawione na $wiat
zewnetrzny poprzez zlgcza, moga byé
narazone na ESD nawet po zamontowa-
niu na plytce drukowanej umieszczonej
w obudowie. Tu narazenie ESD jest
odmienne, niz dla innych wyprowadzen,
dolaczonych do obwodéw na plytce. Tej
klasie ukladéw scalonych metoda testu
(jak 3015.7 - testujaca kombinacje wy-
prowadzeri) nie zapewnia odpowiedniej
reprezentacji podatno$ci na ESD wypro-
wadzeni wejécia/wyjécia. Obydwie oferuja
klasyfikacje odpowiednio do najnizszego
napigcia powodujacego uszkodzenie na
dowolnym wyprowadzeniu - podejscie,
ktére nie uzasadnia podwyzszania pozio-
méw wewnetrznego zabezpieczenia przed
ESD, wymaganego przez wyprowadzenia
wejscia/wyjécia (i zapewnianego przez
niektérych producentéw). Uklad moze
mie¢ wyprowadzenia wejScia/wyjécia wy-
trzymujace na przyklad +15kV i inne
wyprowadzenia uszkadzajace sie przy
+2kV. Przyjete metody okreélilyby klase
ESD ukladu jako nizsza niz +2kV. Na
szczeécie jednak sa dzi§ dostepne lepsze
metody klasyfikowania wejscia/wyijscia.

Artykul publikujemy na podstawie
umowy z redakcjgq miesiecznika
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